










おお ひら ふみ かず
氏名・(本籍) 大 平 文 和
学位の種類 工 再一子ι 博 士
学位記番号 第 8 4 8 3 τに玉コ
学位授与の日付 平成元年 3 月 2 日














第 3 章では，素子塔載基板接続用マイクロコネクタの設計，製作技術について研究しているo まず，
(100)面シリコン基板の異方性エッチング技術により，三次元形状部品の高精度(:t 3μm) 加工を実
現し，ソケットキャビティを形成している。次に，接続媒体となる水銀の微少量定量注入法を考案し，所定
量(直径 210μm)の高精度(土 10μm) 自動注入を可能にしている。ピン加工法としては，穴形成メ
タルマスクを電極とした放電加工法により，直径 9 0μmの微細径のピンの高精度，一括形成を可能にし
ているD また， シリコン基板の放電加工によるピン国定用基板の製作法，およびソルタゃによる一千百ボンデ
イング法を確立し，位置精度:t 5μm，ボンディング強度 3 0 -4 0 gf / ピンを達成している。その結
果，従来にない，高密度でかっ極低温域で、使用可能なマイクロコネクタを実現している。
第 4 章では，ソ Jレダによる基板間の配線接続技術を検討している。まず，ソ 1レダパッド間の高精度位置
合わせ法lとより，接続部ピッチ 100μm で配線聞の接続を可能にしている。また，配線基板上にボンデ
円。? ?whυ 


















(2) 詳細な検討によって，微細ソ 1レダ接続技術，塑性接続技術などを開発し，部品技術と組合せて， 100 
μmオーダのピッチを持つ高密度実装体実現のために極めて重要でかっ汎用性に富む高度技術を実現し
ている。
(3) 乙れらの実装体については，常温と極低温聞の熱サイク Jレ下で個別に特性評価を行うとともに，高速
論理動作実験にも供され，システムレベルでも十分な実用の見通しを得ている。
以上のように本論文は極低温で用いられる電子素子高密度実装技術に関し，工学的並びに工業的に有用
な多くの新しい知見を得ており，マイクロ機素設計学や鰍田加工学の発展に寄与すると乙ろが大きい。よ
って本論文は博士論文として価値あるものと認める。
a且τ
a住民d
